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1. 产品描述和产品功能 

1.1 产品描述 

BMVM-OS20A 3D 相机模组利用双目结构光 3D 成像技术获取深度图像，实现深度信息建模功

能。搭配专用深度计算芯片并专门针对机器人避障进行了优化。 

该相机尺寸小巧、易于集成，USB2.0 标准输出接口，为用户提供高度的灵活性。可适配全黑环

境、室内强光弱光逆光顺光、半室外等复杂环境，用途广泛。 

1.2 产品功能特点 

• 640*400 分辨率图像输出 

• 深度图水平方向 FOV >50° 

• 无惧环境光干扰 

• 深度计算处理器采用高性能专用芯片 

• USB2.0 标准输出接口 

1.3 支持多平台 

Linux 

• X86 Ubuntu 18.04 及以上 

• RK3399 Linux 

• TX2 Linux 

Windows 10 

ROS 

2. 说明 

2.1 文档目的与范围  

本文档介绍了BMVM-OS20A 3D模组产品的规格，以及供开发者了解和使用相关产品的部分设
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计细节。 

2.2 术语 

表 1 术语 

 

 

 

 

术语                               描述 

Baseline 双目结构光：两个红外相机成像中心之间的距离 

Depth 
深度视频流就像彩色视频流一样，每个像素都有一个值代表距离摄像机的距离而不

是颜色信息 

FOV 
视场角，用于描述相机成像给定场景的角度范围，主要有水平视场角(H 

FOV)、垂直视场角(V FOV)和对角线视场角(D FOV)三种 

Depth processor 
深度计算处理器 

IR camera 红外相机，或红外摄像头 

RGB camera 彩色相机，或彩色摄像头 

Dot Projector 
红外投影仪(IR projector)，也称红外激光投影仪、结构光投影仪等，用于 

发射结构光图案 

 

Depth camera 

深度相机, 包含深度成像模组以及彩色成像模组，其中深度成像模组一般由红外投影

仪、红外相机以及深度计算处理器组成，彩色成像模组一般指彩色相机 

I2C 
I2C 总线是由 Philips 公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要

两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息 

ISP 图像信号处理器，用于对图像进行后处理 

Lens 透镜组，在红外相机、彩色相机中用于成像，在激光投影仪中用于投影 

 

MIPI 

MIPI 联盟，即移动产业处理器接口（Mobile Industry Processor Interface 简

称 MIPI）联盟。MIPI（移动产业处理器接口）是 MIPI 联盟发起的为移动应用处

理器制定的开放标准和一个规范 

 

SoC 

System on Chip 的缩写，称为芯片级系统，也有称片上系统，意指它是一个产

品，是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容 

ASIC 
ASIC 被认为是一种为专门目的而设计的集成电路。是指应特定用户要求和特定电子

系统的需要而设计、制造的集成电路。ASIC 的特点是面向特定应用 
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2.3 结构光 3D 成像技术简介 

比目双目 3D 相机主要包括两个红外摄像头(IR camera)、点阵投射器(Dot projector)以及深度计

算处理器(depth processor)。点阵投射器用于向目标场景(Scene)投射结构光图案(散斑图案)，两个

红外摄像头采集目标的结构光图像并执行深度计算算法，输出目标场景的深度图像。 深度计算处理

器在执行深度计算时，根据左右摄像头像素的偏离值差异，计算出视差，进而得到深度值。 

 
图 1 成像示意图 

 

2.4 深度相机系统框架 

 

 
 

图 2 深度相机系统框架 
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3. 产品综述 

3.1 产品外观 

 
图 3 产品外观 

  

3.2 产品规格 

表 2 产品规格 

   项目 Items Value Unit Comments 

结构 

长 50 mm  

宽 20 mm  

高 14.7 mm  

接口 USB2.0   

重量 29.3 g  

性能 

探测距离 15-200 cm 视环境光照等条件 

精度误差 <5 cm 1.2m 处 

分辨率 1 640*400 Pixel 深度图 

分辨率 2 320*200 Pixel 深度图 

HFOV 50 °  

VFOV 40 °  

功率 1.5 W 工作典型值 

光学 Baseline 30 mm  

主动光源 

光谱 830-850 nm  

功率 <1.5 W  

避障性能 避障距离 15-200 cm 视环境光照等条件 

ESD 

接触放电 +/-8 KV  

对空 +/-12 KV  

工作环境 工作温度 -10~50 °C  
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工作湿度 0~80 RH  

储存温度 -20~80 °C  

4. 相机系统组件 

4.1 系统组件表 

 

表 3 系统组件表 

相机型号 BMVM-OS20A 

激光点阵投射器(Dot Projector)*1 √ 

红外相机(IR Camera)*2 √ 

深度计算芯片(Depth Processor)*1 √ 

 

 

4.2 激光点阵投射器（Dot Projector) 

 

激光点阵投射器通过投射散斑图案，从而获取纹理。激光点阵投射器在正常操作下符合 Class l 

级激光安全标准。 

 

表 4 激光点阵投射器规格 

属性 描述 

编码类型 随机散斑 

激光点阵数量 >10000 

激光波长 830-850nm 

波长温漂 0.07nm/℃ 

视场角（FOV ） >80° 

激光安全等级 Class I  

 

 

 

4.3 红外相机 

红外相机主要用于采集激光点阵投射器所投射的激光点阵。 
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表 5 红外相机规格 

属性 描述 

有效分辨率 640*480 

对焦模式 固定对焦 

快门类型 全局曝光 

视场角 H50°*V40° 

滤光片 800nm-850nm 窄带滤波 

 

5. 深度数据精度   

表 6 深度数据精度 

Z(cm) detZ(cm) detZ/Z(%) 

10 0.02  0.24% 

20 0.10  0.49% 

30 0.22  0.73% 

40 0.39  0.97% 

50 0.61  1.21% 

60 0.87  1.46% 

70 1.19  1.70% 

80 1.55  1.94% 

90 1.97  2.19% 

100 2.43  2.43% 

110 2.94  2.67% 

120 3.50  2.91% 

130 4.10  3.16% 

140 4.76  3.40% 

150 5.46  3.64% 

160 6.22  3.89% 

170 7.02  4.13% 

180 7.87  4.37% 

190 8.77  4.61% 

200 9.71  4.86% 
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图 4-1 

 

 

 

6. 应用场景 

表 7 应用场景 

领域                            应用 

机器人 避障、感知安全系统 

安防 监控、人数统计、人脸追踪 

人脸识别 刷脸支付，刷脸认证，刷脸门禁，刷脸考勤等 

工业 工业自动化的零件扫描检测分拣 

3D 扫描 室内扫描建模 

游戏 体感游戏，手势交互 

 

7. 结构描述 

7.1 结构尺寸图纸 
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图 5 结构尺寸图纸 

7.2 结构安装建议 

1. 相机正面和反面通过泡棉压紧，侧面与卡位结构紧密配合。  

2. 背面预留 4 个 M1.6 螺孔固定。 

 

7.3 散热建议 

1. 将相机的外壳与整机的金属部分相连接，有利于降低硬件工作的环境温度。 

2. 尽量增加相机周围空间，令相机有更大空间进行常规散热。 

 

7.4 保护盖板光学要求 

 

模组集成到整机，禁止在模组前覆盖玻璃或其它遮挡物。如必须额外加保护盖板要满足如下要求： 

1. 整机前保护盖板需要满足如下要求: 
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a) 保护盖板材质：玻璃或 PC/PMMA。 

b) 保护盖板上与 Dot projector、红外相机对应的透光区域需要丝印开窗，大小可参照我司提供的图

纸中各器件的 FOV，或根据实际产品结构，在满足器件视场角的基础上单边外扩≥0.5mm。 

c) 光学透过率： 

Dot projector 透光区域：800-1050nm 波段，全局最小透过率 Tmin≥92%。 

红外相机透光区域：800-1050nm 波段，全局最小透过率 Tmin≥92%。 

d) 建议对保护盖板外表面进行 AF 镀膜处理，防止实际使用场景中的指纹、油污影响产品效果。 

 

2. 保护盖板结构尺寸要求： 

a) 材质为 PC/PMMA 时，厚度设计≥1.5mm 以上，防止受力变形。 

b) 材质为玻璃时，厚度设计需要在 0.3-1.0mm。 

c) 保护盖板与各个光学器件的空气间隙＜0.5mm。 

d) 保护盖板平面度要求：＜0.005mm。 

 

3. 防指纹和油污的说明： 

a) 模组组装到整机的过程中，各光学器件的表面，严格注意防尘、防污。 

b) 整机使用时，注意保护盖板的外表面需清洁干净，以免影响产品效果。 

 

4. 如果保护盖板外表面贴有保护膜，需在保护膜上对应的 2 个器件开窗区域进行镂空避让，否则会

严重影响透光率。 
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8. 电子设计 

8.1 电源与功耗 

相机产品由 USB 供电，激光的峰值电流较高，必须使用 5V/1.5A 以上的 USB 接

口供电。如果电流低于 5V/1.5A 可能会导致无法启动设备。相机工作时，确保 USB 数

据线的压降<0.3V。 

 

表 8 功耗表 

前置条件 功耗 W 电压 V 电流 A 

工作平均功耗 1.5 5.20 0.3 

 

8.2 ESD 处理建议 

相机属于 ESD 敏感器件，在生产、运输、装配使用过程中需做好 ESD 防护，具体如下： 

 生产过程中操作人员建议全程佩戴 ESD 防静电手环。 

 相机建议放置在 ESD 防静电袋内方可进行运输或转移。 

 

8.3 线材建议 

相机的通信依赖高速 USB 2.0 信号，为保证信号传输的稳定性与可靠性， 建议客户

端按照要求制作线材。屏蔽性： 第一层屏蔽，外层屏蔽金属网需包裹整条线，建议密度

不低于 7 目，且与两头接口的金属外壳相连。第二层屏蔽，建议外层屏蔽金属网内还有

一层铝箔包住，铝箔与金属网接触导通。 

传输线的材质：外层金属屏蔽网，USB 2.0 组内地线和其他信号传输线材质建议均为镀锡

铜。 
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传输线的粗细： USB 信号线推荐使用 28#线，建议不低于 30#，电源线和地线推荐使

用 22#，建议不低于 24#。 

 

9. 软件 SDK 

提供 Windows， Linux ，Android 平台相关 SDK。请联系相关销售人员取得最新 SDK。 

 

10. 注意事项 

1. 请按照指引正确操作机器，如非法操作可能会导致内部元件损坏； 

2. 请勿摔落或撞击本产品，以防内部组件损坏及精度下降； 

3. 请勿试图用任何方式修改或拆解此机器，以免造成摄像机的损坏及精度下降； 

4. 产品在使用一段时间后温度升高，属于正常现象； 

5. 请勿触摸镜头，以免留下异物从而影响取图效果； 

6. 请勿将产品放置于孩童或动物可触动的地方，以避免意外发生； 

7. 建议客户主板端连接本模组的 USB 供电接口按照大于 5V&1.5A 预留设计。 

8. 针对USB 线材选择，需要客户端对线材进行谨慎评估，以保证不会出现线材长度，材

质，粗细等所导致的不稳定因素。详情请参考产品说明书中的线材建议。 

9. 结构设计，散热设计，以及电子设计（包括电磁干扰等）请提前与远形时空相关工程师

进行沟通，以便完善产品设计。 

 

11. 认证测试情况 
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表 9 已通过第三方认证测试 

 

 

 

OS20A 可靠性项目 

High Temp Storage Test √ 

Low Temp Storage Test √ 

High Temp/humidity Storage Test √ 

Thermal Shock Test √ 

Vibration Test √ 

Drop Test √ 

 

国际认证项目 

IEC60825 √ 

FCC √ 

CE √ 

 BMVM-OS20A 已经通过多种第三方测试，如需测试报告，请联系远形时空获取。 

 

11. 更多信息 

请联系远形时空获取更多信息。 

远形时空科技（北京）有限公司 

www.hyperci.com 

Email: info@hyperci.com 

 

END 
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